
 

 

Esplanadin vesihuoltotunneli, urakoitsijan valinta 
  
Hallitus 13.06.2025 § 70  
108/05.050.502.5020/2025   
 
Esittelijä  Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen 
Valmistelijat  Osastonjohtaja Jarno Köykkä ja hankepäällikkö Hanna Yli-Tolppa, sähköposti 

etunimi.sukunimi@hsy.fi 

Hankinta käsittää HSY:n Esplanadin vesihuoltotunnelin rakentamisen. Esplanadin 
vesihuoltotunneli sijaitsee Helsingin kaupungin Kaartinkaupungin (03) ja Kampin (04) 
kaupunginosissa. Tunneli sijoittuu Esplanadin puiston ja Munkkisaari-Mäntymäki-
vesihuoltotunnelin välille. Hankinta sisältyy yhtymäkokouksen 19.11.2021 § 87 
hyväksymään Esplanadien alueen verkostojen kehittämisen hankesuunnitelmaan. 

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä 
rakennusurakka. Määräaikaan 12.5.2025 mennessä saatiin tarjoukset neljältä alan 
yritykseltä. 

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä 
ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. 
Päätös perustuu tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten kokonaistaloudelliseen 
edullisuuteen. 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen 
hankintasopimuksen allekirjoittamisella. 

Päätösehdotus (MH) 

Hallitus päättää 

a. valita Esplanadin vesihuoltotunnelin toteuttajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen jättäneen YIT Infra Oy:n vertailuhinnalla 18 213 200 euroa (alv 0 %).  

b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tai hänen määräämänsä henkilön 
allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen sekä investointien osastonjohtajan 
tarvittaessa tilaamaan hankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä sopimuksen mukaisin 
ehdoin.  

c. urakkasopimus syntyy vasta, kun liittymissopimus Helsingin kaupungin kanssa on 
allekirjoitettu sekä sopimus keskustan maanalaisen huoltoväylän käytöstä, hoidosta ja 
liittymän toteuttamisesta Helsingin Väylä Oy:n kanssa on allekirjoitettu. 

Päätös 

 Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.  

 


